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Abstract (en)
The arrangement (1,1') has a transport packaging (2) which comprises a cover layer (10), an intermediate layer (20) with a recess (230), and a cover
foil. The cover layer is formed with a main surface (100) in laminar manner, where the main surface faces a power semiconductor module (5). The
cover foil covers a portion of the power semiconductor module. The cover foil is connected with a main surface (200) of the intermediate layer.

Abstract (de)
Die Anmeldung betrifft eine Anordnung mit mindestens einem Leistungshalbleitermodul und einer Transportverpackung, wobei das
Leistungshalbleitermodul ein Bodenelement, ein Gehause und Anschlusselemente aufweist, und wobei die Transportverpackung eine Decklage,
eine Zwischenlage mit jeweils einer dem mindestens einen Leistungshalbleitermodul zugeordneten Ausnehmungen und eine Deckfolie aufweist.
Hierbei ist die Decklage flachig ausgebildet mit einer ersten dem anzuordnenden Leistungshalbleitermodul zugewandten Hauptflache. Auf dieser
ersten Hauptflache der Decklage ist die Zwischenlage mit ihrer zweiten Hauptflache angeordnet. In der mindestens einen Ausnehmungen auf der
ersten Hauptflache der Decklage ist das zugeordnete Leistungshalbleitermodul angeordnet, wobei dessen Bodenelement auf der ersten Hauptflache
der Decklage zu liegen kommt, und wobei die Deckfolie wesentliche Teile des Gehauses des mindestens einen Leistungshalbleitermoduls
anliegend Uberdeckt und wobei weiterhin die Deckfolie mit der ersten Hauptflache der Zwischenlage verbunden ist.
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